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◆ 摩尔定律：由 Gordon Moore 在1965年提出，指集成电路特征尺寸随时间按照指数规律缩小的法则。具体可归纳为：集成电路芯片上所集成的电路数目，大约每隔18 -

24个月就翻一番。在半导体行业发展的前 50 年，真实晶体管的密度发展规律基本遵循摩尔定律。

◆ IDM： 半导体垂直整合型公司（Integrated Device Manufacture，IDM），指从设计、制造、封装测试到销售自有品牌IC都一手包办的半导体垂直整合型公司。

◆ Foundry：晶圆代工厂，在集成电路领域是指专门负责生产、制造芯片的厂家。

◆ Fabless： Fabrication（制造）和less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式，也用来指代未拥有芯片制造工厂的IC

设计公司。

◆ OSAT：外包半导体（产品）封装和测试（Outsourced Semiconductor Assembly and Testing，OSAT）。为一些Foundry公司做芯片产品封装和测试的产业链环节。

◆ EDA：电子设计自动化（Electronic design automation，EDA），是指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物

理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。

◆ chiplet：芯粒，是一种功能电路块，Chiplet技术就是将一个功能丰富且面积较大的芯片裸片（die）拆分成多个芯粒（chiplet），并将这些具有特定功能的芯粒通过先进

封装的形式组合在一起，最终形成一个系统芯片。

◆ RISC-V：基于精简指令集计算（Reduced Instruction Set Computer，RISC）原理建立的开放指令集架构(ISA)，RISC-V是在指令集不断发展和成熟的基础上建立的全新

指令。

◆ PPA：Performance(性能)、Power(功耗)、Area(尺寸)的缩写，是芯片设计中最重要的三大要素。

◆ 异构计算：Heterogeneous Computing，指使用不同类型指令集和体系架构的计算单元组成系统的计算方式。

◆ MCM：多芯片组件，将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种IC封装技术。

◆ Interposer：硅中介层，指在高速运行的高性能芯片和低速运行的PCB板之间插入的微电路板。

◆ TSMC CoWos：台积电（TSMC）的CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate），是一项2.5D封装技术，可以将多个小芯片封装到一个基板上。

◆ FOWLP：扇出型晶圆级封装（ Fan-out Wafer Level Packaging，FOWLP），无需使用中介层或硅通孔，即可实现外形尺寸更小芯片的封装异构集成。

◆ TSMC InFO WLP：台积电的集成扇出型晶圆级封装（Integrated Fan-Out Wafer Level Packaging ），在单一封装中具有更好的电气特性，保证电气元件更高的集成度。

◆ Samsung FOPLP：三星的面板级扇出型封装（Fan-Out Panel Level Packaging，FOPLP）技术，将晶圆上的芯片切割好后，再置于方型载板中进行封装。

名词解释
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◆半导体IP （Intellectual Property，知识产权）：通常也称作IP核（IP core），指芯片设计中预先设计、验证好的功能模块，处于半导体产业
链最上游，为芯片设计厂商提供设计模块。

◆ 半导体IP按交付方式可分为软核、硬核和固核；按产品类型可分为处理器IP、接口IP、其他物理IP及其他数字IP。由于其他数字IP无专门厂商，
本报告主要对前三类半导体IP进行细分分析。

◆ 随着半导体行业高度垂直分化发展，半导体IP的用户可分为IDM、晶圆代工厂、Fabless及OSAT四大类型，并广泛落地应用于消费、通信、汽车、
工业、军工航天及数据中心等细分领域。

数据来源： IPnest、亿欧智库
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◆ 半导体IP处于半导体上游供应环节，由于性能高、设计复杂、功耗优、成本适中、技术密集度高、知识产权集中、商业价值昂贵，已经逐渐成为芯
片设计的核心产业要素和竞争力体现。

◆ IP行业是半导体产业分工精细化的结果。轻设计时代，设计公司通过购买成熟可靠的IP方案，就可以实现某个特定功能。这不仅大大降低了芯片设
计的难度与成本，还以可复用的模式形成风险共担、利益共享的生态圈，使得用户能专注自身优势价值的创新性，令低成本创新成为可能。

数据来源： ARM、亿欧智库

1.2 行业定位：半导体上游产业链的关键环节，产业高度垂直分化发展的必然结果
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◆ 摩尔定律下，随着先进制程不断演进及线宽的缩小，芯片中晶体管数量大幅提升，以解决更复杂的功能应用，而复杂的功能应用对IP的数量和性能
需求不断快速提升。

◆ 先进工艺节点在提高芯片单位面积性能、降低单位成本的同时，也大幅提升了芯片的设计成本和设计风险。为此，芯片设计公司出于降低成本、平
摊风险与加速产品上市的考量，更多地使用经过验证的半导体IP。

数据来源： IBS、亿欧智库

1.3.1 行业驱力：先进制程迭代，芯片设计成本提升，愈加催生IP需求
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◆ 虽然当前半导体产业处于下行周期，但产业本身已进入了继个人电脑和智能手机后的下一个发展周期。下游市场中，在消费终端市场疲软、消费电
子类芯片库存堆积的同时，数据中心、汽车、 AI、工业等领域的芯片供不应求。

◆ 其中，受新基建、数字化转型与数字中国远景目标等国家政策促进及企业将本增效需求驱动，我国数据中心业务持续高速增长，近三年年均复合增
长率达到30.69%，而这需要各式芯片来处理庞大数据；汽车作为IP下游主要应用领域之一，中国汽车智能化趋势将为半导体IP行业在内的汽车产
业链各环节带来增量；此外，人工智能的拓展应用也不断催生AI芯片的需求，而AI芯片市场的快速发展也离不开新的相关AI IP核的支撑。

数据来源： IC Insight、中国信息通信研究院、比亚迪半导体招股书、亿欧智库

1.3.2 行业驱力：下游市场主导力量更替，数据中心、汽车、AI等为产业带来新增量

亿欧智库：2017-2022中国数据中心市场规模
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◆ IP行业于90年代开始快速发展，行业主要玩家几经更迭，现格局市场竞争格局渐稳，行业高度集中，CR3与CR10分别高达66.2%和79.3%。但
由于IP核的定制化特性，规模小的公司获得部分细分市场的核心知识产权及应用后，快马加鞭也能在市场占得一席之地，保证其正常的运营能力和
持续的盈利能力。

◆ 因此，亿欧智库从IP完备度、生态能力及差异化特性三大指标来评估IP厂商。其中，IP完备度越高、生态能力越强，则厂商竞争能力越强；但后发
者可以通过聚焦某一细分领域来抓住差异化特性，从而获得竞争优势，后来居上。

数据来源： IBS、芯原股份招股书、亿欧智库

1.4 行业格局：大者恒大，小者独存，IP完备度与生态能力成核心竞争要素
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◆ 根据亿欧智库调研， 半导体IP与以芯片设计为主的下游客户的撬动比值为1：100。经测算2022年中国半导体IP市场规模达119亿元，至2025年
预计达198.8亿元，2018-2025年预计年复合增长率为20%，增速超过全球半导体IP市场规模。

◆ 虽2022年后半导体产业进入下行周期，但并未对上游IP产生过大波动。一方面因为IP本身的营收模式使得已授权的盈利空间仍然存在，另一方面
诸如汽车、AI、大数据等新兴市场的需求涌现继续抬升IP价值。尤其对于中国市场而言，背靠广阔下游市场以及国产化的自主可控的要求下，中国
半导体IP的市场空间广阔。

数据来源：专家访谈、亿欧智库测算
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